
Panasonic Industry CV8710

CV8710 

0.3t mold FBGA
PKG size
Substrate
Die
Mold thickness 

: 12×12mm
: BT 0.3mmt
: 8×8×0.15mmt
: 0.3mmt
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流動可視化金型 MUF評価ツール MUFボイド

例）PoP-bのMUF(モールドアンダーフィル)化

Current 0.25t mold(PKG 0.78mmt)

Next 0.15t mold(PKG 0.68t),MUF

狭ギャップ・狭ピッチ化

フリップチップ Exposed実装

封止厚薄肉化

サブストレート薄型化

反りコントロール

狭ギャップ・狭ピッチ充填性

トレンドと求められる性能 高い成形性評価技術を駆使し良好な充填性を実現

反りに合わせて選べるラインアップ

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials
商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

Ⓒ Panasonic Industry Co., Ltd.　202307

パナソニック インダストリー株式会社　電子材料事業部

用途
半導体パッケージ/モバイル
モバイル機器用高密度先端パッケージ（PoP、
MCP、モールドアンダーフィルパッケージなど）

薄型対応

高密度配線

反りコントロール

高密度配線・薄型化に対応（狭ギャップ・ 狭ピッチ充填性）
フリップチップ実装・基板薄型化に対応（パッケージ反りコントロール）

薄型表面実装封止材
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